
BAHAGIAN A

Takrifkan setiap yang berikut: 

Pembungkusan peringkat sifar  

Pembungkusan peringkat pertama 

Pembungkusan peringkat kedua 

Pembungkusan peringkat ketiga 

markah) 

Dengan bantuan lakaran yang sesuai, sediakan gambaran 

keseluruhan penggunaan teknologi nano dalam pembungkusan 

elektronik. Pilih satu komponen pembungkusan elektronik dan 

huraikan kesukaran dalam menggunakan teknologi ini. 

markah)



Lakarkan lengkung kebolehpercayaan khas “tab mandi” untuk 

corak kegagalan produk. Labelkan dan terangkan secara ringkas 

lengkung berdasarkan 3 kawasan kitaran hayat produk. 

markah)



BAHAGIAN B

Berikan DUA (2) kelebihan dan DUA (2) kekurangan bagi ikatan 

wayar dan cip terbalik. 

     /markah) 

Gambarkan dan terangkan langkah terlibat dalam ikatan bola-

baji.

/markah) 

Terangkan TIGA (3) isu hasil yang berkaitan dengan teknologi 

ikatan wayar. 

markah) 

Lukiskan gambar rajah skematik pembungkusan ikatan wayar dan 

labelkan bahan polimer di dalam pembungkusan ikatan wayar. 

markah)



Senaraikan EMPAT (4) pembungkusan elektronik. 

markah) 

Sebagai jurutera reka bentuk di syarikat pembungkusan 

elektronik, cadangkan TIGA (3) kaedah untuk mengurangkan 

fluks haba dalam sistem. 

markah)

Takrifkan benjolan C4.  

       /markah) 

Terangkan proses yang digunakan untuk menukar C4 kepada 

bentuk hampir separuh sfera

markah)

Tuliskan EMPAT (4) kekurangan bonggol pateri Sn tulen 

berbanding bonggol pateri Sn-Pb

markah)



BAHAGIAN C 

Satu formulasi tipikal pengisian bawah kapilari (CUF) ditunjukkan 

dalam Jadual 1. 

Huraikan fungsi resin epoksi, pengisi, penyahbusa dan agen 

keliatan dalam formulasi. 

markah)

Terangkan apakah kesan kepada proses pengawetan jika 

mangkin tidak digunakan?  

markah)

Dengan bantuan gambar rajah yang sesuai, terangkan 

apakah kesan kepada pengisian bawah jika surfaktan tidak 

digunakan?         

markah) 



Jika kita tidak mahu menggunakan SiO2 sebagai pengisi, 

apakah yang anda boleh cadangkan sebagai pengisi alternatif 

dan mengapa?        

markah) 

Jadual 1: Formulasi tipikal pengisian bawah kapilari 

Kandungan

Resin Epoksi

Agen pengawet

Pengisi (SiO2)

Mangkin

Surfaktan

Penyahbusa 

Agen keliatan

 Bahan antaramuka terma (TIM) digunakan dalam elektronik untuk 

memastikan pelepasan haba yang berkesan dan menghalang 

lebihan suhu tempatan. Dengan bantuan lakaran yang sesuai 

bincang ciri-ciri TIM yang ideal dan sebenar. 

(8 marks/markah) 



Pemilihan bahan pelekat dai yang paling sesuai untuk produk dan 

penggunaan adalah sangat penting. Merujuk kepada Rajah 1, 

bincangkan keperluan dan pemilihan bahan pengisi yang 

digunakan untuk adunan pelekat dai.

markah)

Rajah 1 Kekonduksian elektrik dan kekonduksian terma bahan logam dan 

bukan logam 

�



Substrat dengan pekali pengembangan terma (CTE) yang sesuai 

diperlukan untuk memadankan CTE dai atau komponen lain 

dengan itu meminimumkan tegasan mekanikal-terma dalam 

pembungkusan semasa kitaran terma dan kuasa. Dengan bantuan 

gambarajah skematik, 

 Terangkan dua (2) kecacatan yang biasa berlaku pada 

substrat polimer akibat tegasan mekanikal terma

markah)

Bincangkan persamaan dan perbezaan penyaduran kuprum 

kurang elektro dan elektrolitik. 

markah)

Terangkan perbezaan antara corak tolak dan corak separa 

tambah.   

markah) 



BAHAGIAN D

Pengilang elektronik automotif menghadapi cabaran dalam memastikan 

kebolehpercayaan komponen elektronik dalam unit kawalan enjin (ECU). 

ECU sangat penting untuk prestasi dan keselamatan kenderaan, dan 

sebarang kegagalan dalam pembungkusan elektronik boleh 

menyebabkan kerosakan dan berpotensi membahayakan keselamatan. 

Reka ujian hayat yang dipercepat untuk menilai kebolehpercayaan 

pembungkusan elektronik untuk ECU automotif. Kenal pasti 

parameter yang diuji, terma syarat, dan kriteria kejayaan. 

Cadangkan bagaimana ujian hayat yang dipercepat dapat 

mensimulasikan keadaan dunia nyata dan berikan pandangan 

tentang mekanisme kegagalan bahan pembungkusan.  

markah) 



Cadangkan bahan untuk pembungkusan elektronik yang tahan 

terhadap variasi suhu yang melampau dalam persekitaran 

automotif. Bincangkan sifat haba bahan terpilih dan bagaimana ia 

menyumbang kepada kebolehpercayaan komponen elektronik 

dengan kehadiran tekanan suhu.  

markah) 

Teknologi interkoneksi telah menjadi semakin penting untuk semua 

jenis peranti semikonduktor, seperti cip dan pembungkusan papan 

yang berkaitan. 

Tentukan teknologi interkoneksi dalam konteks 

pembungkusan elektronik

markah) 



Kenal pasti jenis interkoneksi utama yang digunakan dalam 

pembungkusan elektronik

markah) 

Huraikan sifat utama bahan pateri yang biasa digunakan 

dalam sambungan elektronik.  

markah) 

Pematerian berbalik adalah kaedah yang paling banyak digunakan 

untuk memasang komponen elektronik ke papan litar bercetak 

(PCB).

Terangkan proses pembasahan dan penyebaran pateri bagi 

pematerian berbalik. Bagaimanakah fenomena ini 

menyumbang kepada pematerian berbalik secara berkesan 

dalam pemasangan komponen elektronik?  

markah) 



Huraikan mekanisme tindak balas yang terlibat dalam 

pematerian berbalik dan pembentukan sebatian intermetalik. 

Kenapa pembentukan intermetalik penting dalam konteks 

sambungan pateri?  

markah) 

Diberikan satu komponen aktif, kenal pasti bahan pateri yang 

sesuai dan jelaskan pilihan anda berdasarkan keperluan 

komponen.  

markah)


